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(57) Abstract: The invention relates to methods for temporarily bonding a product substrate to a carrier substrate and for debonding a
product substrate from a carrier substrate. The invention also relates to corresponding devices and a substrate stack.
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O (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren zum temporiren Bonden eines Produktsubstrats mit einem Tréigersubstrat
sowie zum Debonden eines Produktsubstrates von einem Tréigersubstrat, entsprechende Vorrichtungen und einen Substratstapel.



